
 

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。 

ご使用いただく前に、本製品との適合性をご確認の上、ご使用検討お願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての 

著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。   

不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。 

 

 
 

  

 

熱伝導性シート 

HT-100 
 

１．概要 

  HT-100は、シリコーンゲルをマトリックス樹脂とした熱伝導性シートです。発熱部と放熱部のギャップ

間を埋める事で熱の伝導経路を確保し、効率の良い最適な熱設計が可能です。 

 

２．特長 

・シリコーンゲルをマトリックス樹脂としたシートで熱伝導性に優れます。 

・凹凸面へのフィット性に優れています。 

 

３．製品構成  

 

 

 

 

 

 

 

４．用途 

半導体モジュール、車載ＥＣＵなどの熱対策 

 

５．一般特性 

項目 単位 HT-100 試験方法 

厚さ mm 1.00±0.1 ダイヤルゲージ 

硬さ - 21 JIS K 6253 A型 

引張り強さ MPa 0.70 JIS K 6251 

伸び % 150 JIS K 6251 

絶縁破壊電圧 kV 11 JIS K 6249 

熱伝導率 W/mK 1.0 
ASTM E 1530 

熱抵抗 ㎡K/W 1.04x10-3 

 

 

お問合せ先 日東シンコー（株）カスタマーサポートセンター E-Mail tsc-nsk@nitto.co.jp  
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2706-66157-240307_J 

セパレーター(黄色) 

シリコーン系樹脂層（タック性） 

シリコーン系樹脂層（非タック性） 

離型フィルム(透明) 


